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(5) Beldtungsvorrichtung 

(§7) Die Vorrichtung eignet sich zur Positionierung und Fixie- 
rung von Lotkugeln (Lotpaste). 

Dte Lotkugeln kdnnen im TAB und in der Flipchip-Technolo- 
gie als Bumps Verwendung finden. 

Oie Lotkugeln (Lotpaste) kdnnen ebenso zur Vor- oder 
Nachldtung der KontaktsteUen in der SMD -Technologic 
eingesetzt werden. 

Der Aufbau besteht aus einer Kapillare (1), die zur Forderung 
der Ldtkugei mit einem Kanal versehen ist (2). Der Kanal 
endet in einem Ldtkugeldepot (3). Die Befdrderung der 
Ldtkugei auf die Kontaktstelle wird durch eine Lichttaser (4) 
durchgefuhrt. Die Ldtkugei wird zur Positionierung durch 
Vakuum angesaugt {5. Bild 1). Nach der Positionierung der 
Kapillare wird die Ldtkugei mit der Faser auf die Kontaktstel- 
le befdrdert. Zur Fixierung (Aufschmelzung) der Ldtkugei 
wird ein Laser (6) dienen. Die Laserenergie wird mit der 
- gleichen Faser (4) an der Ldtkugeloberflache trans portiert. 
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Oie folg nden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 



Stand der Technik: 

5 

Zur Herstellung von Lotkugeln an der Kontaktstelle 
wird in der Regel das Lotmaterial an dieser Stelle durch 
verschiedene Verfahren aufgebracht und anschlieflend 
umgeschmolzen. Diese Metallisierungsverfahren sind: 
gal vanisch, chemisch, Auf dampfen oder Siebdruck. io 

Problem: 

Teuere Beschaffungskosten sowie geringe Flexibilitat 
reduzieren die Einsatzmoglichkeiten dieser Verfahren. i s 

Erreichte Vorteile: 

Die flexible Einsatzmoglichkeit des in der Patent- 
schrift beschriebenen Verfahrens ist fur die Muster-Be- 20 
lotungen von Substraten mit geringen Stuckzahlen von 
grofler Bedeutung. 

Patentanspruche 
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1. Vorrichtung zur Positionierung und Fixierung 
von Lotkugeln (2) (Ldtpaste), bei der die Lotkugel 
an die gewunschte Stelle positionien wird und mit- 
tels einer Laseranordnung (6) umgeschmolzen (ver- 
lotet) wird, wobei die Laseranordnung eine in ei- 30 
nem Halter (1) aufgenommene Faser (4) aufweist 
dadurch gekennzeichnet, daQ die verwendete Fa- 
ser sowohl als Stempel zur Forderang der Lotkugel 
(Lot paste) als auch die Laserenergie zu bearbeiten- 
de Lotkugeloberflache leitet. 35 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl ein Vakuumkanal (5) im Halter fur das 
Ansaugeh und dadurch zur Beforderung der Ldtku- 
gel aus dem Lotkugeldepot (3) vorgesehen ist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, dafl die Lotkugel durch Laserenergie um- 
geschmolzen wird und sich dem ICanalquerschnitt 
gemaO uniform en laflt. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 45 
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